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O efeito da taxa de resfriamento no espacamento dendritico secundario de uma liga
de alumio da série 6xxx solidificada horizontalmente
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No atual cendrio, o aluminio destaca-se significativamente no setor industrial devido as
suas diversas propriedades, as quais contribuem para a facilitagdo de diversos processos
fabris. Dessa maneira, compreender o processo de solidificagdo desse metal torna-se
fundamental, enriquecendo a literatura e contribuindo para utilizagdes mais eficientes na
industria. Assim, neste trabalho, o efeito da taxa de resfriamento (TR) foi avaliado no
crescimento dos espacamentos dendriticos secundérios (?2) da liga 6201, solidificada
horizontalmente por meio de um dispositivo refrigerado a agua. Técnicas por microscopia
Otica foram aplicadas para revelar a microestrutura. Os resultados mostraram que 0s
efeitos do sistema de refrigeragdo do dispositivo promoveram maiores valores de TR,
proximas a superficie de transferéncia de calor (base refrigerada), os quais diminuiram a
media que camada de solidificagdo avangava no sentido horizontal, sugerindo uma
relagdo matematica entre TR com a posi¢do no lingote solidificado, representada por TR
= Cte.(P)-n. Isto influenciou no tamanho da escala microestrutural, ou seja, menores
valores de espacamentos dendriticos foram encontrados para mais altas taxas de
resfriamento. A variagdo de ?2 como uma func¢do de TR foi caracterizada por uma
expressdo matematica dada pela formula geral ?2=Cte(TR)-2/3, cujo o expoente foi
concordante com outros trabalhos da literatura.
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